
機能モジュール　FUNCTION  MODULES

CAT.1000K

● アルミワイヤー採用
● ウェッジボンディング方式採用
● 面実装部品混在可能

■機能モジュールを支える主な要素技術

要素技術区分 目的・手段 適用技術

応用例：トナー付着量センサー 応用例：パワーモジュール

小信号回路 細線ワイヤーボンディング 大電力回路 太線ワイヤーボンディング

● MAXφ500μmワイヤー対応
● チップ-放熱片間Pbフリーはんだ接合対応
● 大電力用高機能材料対応（基板・ヒートシンク）

高密度配線 多層樹脂基板

超小形サイズ部品

特殊形状部品

0.6×0.3mm部品

CSP、BGA

ワイヤーボンディング

細線ワイヤー

太線ワイヤー

異種材料複合基板

金属ベース基板

ベアチップ実装

高密度実装

実装基板

機能性基板

セラミック基板

基　板

ワイヤーチップ

樹脂接合

樹　脂
ワイヤー

チップ

2mm

接合部 金属基板 はんだ接合

ワイヤーチップ

放熱片

樹脂ケース

樹　脂 ワイヤーチップ

接合部
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